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摘 要

近年來，CMOS積體電路技術已成功的應用在許多的系統上，為了能更有效率的使用可攜式電子產品的電源，低電壓、低

消耗功率的電路是現在發展的趨勢。在電力電子產品中，常使用到脈波寬度調變技術；本論文即針對低電源電壓電子系統

所需要的直流轉直流降壓轉換器提出設計與實現，實作出來的晶片具有很高的電能轉換效率並且適合可攜式電子系統產品

來使用，例如：行動電話、數位相機和個人數位助理⋯等等。 　　此一晶片是透過國家晶片中心(CIC)來製造，使用台積

電所提供的0.35μm 2P4M 3.3V 互補式金屬氧化層混合訊號製程技術。此晶片的尺寸大小為343.7μm x 325μm。 　　內

容包括：簡介、相關研究發展與研究動機、原理與架構說明、電路詳圖、模擬與實驗結果、結論和參考文獻等章節。本論

文將針對參考文獻作一一回顧，並探討系統在不同調變區的特性差異，並且將以模擬與實驗結果驗證所提切換策略的效能

。
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